
Atmosphärendruck- oder Niederdruckplasma

ATMOSPHÄRENDRUCK- ODER 
NIEDERDRUCKPLASMA
ES GEHT NICHT UM „BESSER ODER SCHLECHTER“ 
SONDERN „FÜR DIE ANWENDUNG GEEIGNET ODER UNGEEIGNET.“

NIEDERDRUCKPLASMA ATMOSPHÄRENDRUCKPLASMA ATMOSPHÄRISCHES PLASMA CORONA

Anwendung und Eigenschaften Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile

Plasmaerzeugung generell Plasma gleichmäßig in Kammer 
verteilt

Kammervolumen variabel  
(2 bis ca. 12.000 Liter und mehr)

Aufwendige Vakuumtechnik.

In-line mit extrem kurzen Pro-
zesszeiten nur mit komplexer 
Automatisierung

Behandlung am Förderband,

In-line tauglich,

Keine Vakuumtechnik

Behandlungsspur ist limitiert 
(ca. 8-12 mm/Düse,  
RT = 120 mm)

Größere Objekte nur mit 
mehreren/drehenden/
rotierenden Düsen

Behandlung am Förderband,

In-line tauglich,

Keine Vakuumtechnik,

Behandlungsbreite ca. 60 mm

Keine leitfähige Substrate,

Geringe Behandlungs- 
geschwindigkeit,

Schlechteste Homogenität

Behandlung von Metallen Reinigung von oxidationssensi-
blen Substraten (z.B. H2 oder Ar 
als Prozessgas)

Überhitzung bei Mikrowellenan-
regung ohne Schutzeinrichtung. 
(Anderen Frequenzen, Über-
hitzung unwahrscheinlich)

Bei Aluminium können sehr 
dünne Oxidschichten (Passivie-
rung) erzeugt werden

Oxidationssensible Objekte 
durch Luftsauerstoff beschränkt. 
Spezielle Vorrichtungen sind 
notwendig

Nicht möglich Nicht möglich

Behandlung von Polymeren / Elastomeren Für Elastomer- und PTFE- 
Dichtungen

Aktivierung von F-haltigen 
Polymeren und Elastomeren 
(Ätzprozess)

Materialien (z.B. EPDM)  
benötigen größere Pumpen

Vorbehandlung von „endlosen“ 
Objekten (z.B. Schläuche,  
Kabel etc.)

Sehr kurze Prozesszeit

Plasmastrahl ca. 200 - 300 °C.

Überhitzung von dünnen Subs-
traten, wenn Prozessparameter 
nicht richtig  
angepasst.

Vorbehandlung von „endlosen“ 
Objekten (z.B. Schläuche, Kabel 
etc.)

Sehr kurze Prozesszeit

Geringe Behandlungs- 
geschwindigkeit

Geringe Behandlungsgleichmä-
ßigkeit und Oberflächenenergie

3-D Objekte Gleichmäßige Behandlung  
aller Objekte. 

Hohlräume von innen  
(z.B. Zündspule, Kunststoff- 
behälter, usw.)

Behandlung der inneren  
Flächen von endlosen  
Substraten (z.B. Schläuche)  
ist aufwendig

Lokale Oberflächen behandlung 
ist möglich (z.B. Klebenuten)

Aufwendige Automatisierungs-/
Robotertechnik

Spaltgängigkeit deutlich geringer

Nur bedingt geeignet Aufwendige Knickarm- 
Robotertechnik wird benötigt.

Spaltgängigkeit sehr beschränkt

Schüttgutteile / Pulver Gleichmäßige Behandlung  
von Schüttgutteilen durch  
Drehtrommelverfahren.

Stückzahl und Volumen  
der Teile/Pulver variabel

Nur ca. 1/2 bis 1/3 des  
Drehtrommelvolumens nutzbar 
(empfohlen)

Große Schüttgutteile  
direkt am Förderband

Sehr genaue Positionierung  
am Förderband

Pulverbehandlung extrem  
aufwendig

Schüttgutteile in Drehtrommel 
möglich

Geringere Behandlungs-
intensität

Schlechte Spaltgängigkeit

Elektronik / Halbleitertechnik Elektronische Bauteile, Leiter-
platten und Halbleiterteile 

Nicht bekannt Vorbehandlung von metalli-
schen Kontakten/Bondpads 
unmittelbar vor Bondprozess

Erhöhte Temperatur des  
Plasmastrahls

Beschränkte Spaltgängigkeit 
Mögliche Kontamination 

Wegen Hochspannungs-poten-
tial nicht geeignet

Wegen Hochspannungs-  
potential nicht geeignet

Beschichtungsprozesse Gleichmäßige Schichten

PECVD-Prozesse (z.B.  
Hydrophobe, hydrophile,  
haftvermittelnde Schichten)

Plasmakammer kann  
verschmutzt werden

Eine Plasmareinigungs- 
prozedur für die Kammer  
ist oft notwendig

In-Line Beschichtung möglich Sehr wartungsintensiv,  
Staubbildung

Die Umgebungsluftparameter  
beeinflussen Ergebnisse  
drastisch

Wird nicht genutzt Wird nicht genutzt


